電鍍輪表面缺陷檢測
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本文實驗架設相移形式之IC 載板銅箔製程電鍍輪形貌測頭零組件，於生箔段製程監視電鍍輪表面瑕疵凹凸高度，由銅箔厚度/形貌缺陷比例，於生產前自動找出影響製程之電鍍輪瑕疵點，以利及時處理，以避免電鍍過程產生銅箔表面凹凸瑕疵而浪費材料與時間成本。掃描測頭包含結構光投光組件、相位偵測取像組件與3D形貌分析演算法組件，將結構光投光組件投射條紋至電鍍輪上，取像組件擷取電鍍輪表面反射後的條紋影像，再經軟體演算分析顯示3D量測結果。

